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54) Thermally-activated adhesive film for the production of a data storage device 

57) Thermally-activated adhesive film in a data storage device with a recess in its card 
body in which a support element is arranged consisting of a substrate with a first side 
with several contact surfaces and with a second side located opposite the first side with 
an IC element, whose connection points are connected to the contact surfaces by 
electrical conductors, characterized by the second side of the support element being 
bonded by means of a thermally-activated adhesive film made of nitrile rubber/phenolic 
resin to the card body, whereby the adhesive film features a thickness of 25 - 35 jam and 
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the thermal activation of the adhesive film occurs at reduced temperatures by hot 
pressing. 



- 1 - 
Description 

The invention relates to a thermally activated adhesive film for the production of a data 
storage device with a recess in its card body in which a support element is arranged. 

Data storage devices with integrated circuits are known and widely used as telephone 
cards, identification cards, etc. The support elements (modules) can be glued into it with 
conventional solvent-based adhesives in recesses provided in the card body. 

However, data storage devices also already exist in which the support elements have been 
glued by means of a thermally activated adhesive layer such as those in EP-A 299.530 
and EP-A 334.733. And finally, data storage devices with integrated circuits are known 
from EP-A 493.738, in which the support element is connected by means of a thermally 
activated adhesive layer to the card body, and whereby additionally a melt material is 
used for the protection of the integrated circuits from mechanical stresses. 

However, the known data storage devices and their production exhibit significant 
disadvantages in practical applications. 

Hence, data storage devices produced with conventional adhesives can only be processed 
at relatively slow cycle times, which is a market limitation for producing large numbers 
and furthermore makes automating of processes more difficult. However, the thermally 
activated adhesive layer, which is used in the form of an adhesive film, shows limitations 
in practical applications. These kinds of products, which are on the market as adhesive 
films with a thickness of about 70^m, require a minimum temperature for hot pressing of 
120° C to result in a reliable bond. The data storage devices produced out of plastic are, 
however, easily damaged at these kinds of thermal stresses even at short exposure times. 
Furthermore, deformations occur at the base of the data storage device, which later on 
can interfere with a problem-free application, for example, for bankcards. 

The task of the invention therefore was to provide relief, especially to design a thermally 
activated adhesive film allowing for rapid production of data cards at low temperatures. 

Accordingly, the invention concerns a thermally activated adhesive film for the 
production of data storage devices as characterized in more detail in the patent claims. 

The advantages achieved by the invention are based in particular on a low deformation 
occurring on the backside of the data storage device and by achieving lower cycle times 
due to a more rapid activation. This way it is furthermore possible to reduce the overall 
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thickness of the module, which represents a considerable advantage for modern data 
storage devices and to reduce the milling depth for the intake of the IC-eIement 5 and 
thereby to prevent a deformation of the base of the data storage device from thermal 
stresses. All of this is achieved while at the same time increasing the strength values of 
the adhesive bond. Test models of the data storage devices are in use, which are tested 
whether and when damages occur due to bending repeatedly many times, especially at the 
adhesive bonds of the module. Despite the small adhesive film thickness as utilized 
according to the invention, it has been proven that the bond is more durable than that, 
which is achievable by means known up to now. 

-2- 

The invention shall be explained by an example in the following. 

Example 

1.065 kg of zinc oxide are mixed well with 0.96 kg of vinyl chloride polymer and 12.0 kg 
butanone in a powerful, rapid mixing device and then fed to a kneader. 21.98 kg of 
nitrile rubber, another 20 kg of butanone, and 4.32 kg of phenolic resin are added to the 
kneader followed by another 4.0 kg butanone and 19.2 kg phenolic resin (powdered, 
Occidental Chemicals). The mixture is well kneaded and another 44.2 kg of butanone are 
finally added in 3 portions for final dilution. 

The mass is coated by means of a coating bar on siliconized release paper and dried into a 
30 urn thick adhesive film. 

Punch-outs of this film are inserted into data storage devices for the bonding of support 
elements, as described in EP-A 493 738. The adhesive bond is hot pressed such that the 
punch-out of the adhesive film is heated to a temperature of 100° C. The obtained data 
storage devices are produced without loss and feature a high strength and durable bond. 

Patent Claims 

1 . Thermally activated adhesive film for the preparation of data storage devices with 
a recess in its card body, in which a carrier element is arranged, consisting of a 
substrate featuring a first side with several contact surfaces and a second side 
located opposite to the first side with an IC element, whose contact points are 
connected by electrical conductors to a contact surface, whereby the adhesive 
layer is used for bonding the second side of the carrier element to the card body of 
the data storage device, characterized by the adhesive film consisting of nitrile 
rubber/phenolic resin featuring a thickness of 25 to 35 ^m, and being thermally 
activated at reduced temperatures by hot pressing. 

2. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the 
adhesive film having a thickness of 30 \im. 
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3. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the hot 
pressing occurring at temperatures below 120° C, especially between 90-100° C. 

4. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the 
adhesive film containing about even amounts of nitrile rubber and phenolic resin. 

5. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the 
adhesive film containing additional typical additives besides nitrile rubber and 
phenolic resin. 

6. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the IC 
element being surrounded by a cast material and the adhesive film being equipped 
with an opening, which is dimensioned and positioned to the carrier element such 
that the cast material overlaps the edge areas at least in part. 

7. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the 
adhesive film having the same dimensions as the substrate. 

8. Thermally activated adhesive film according to Claim 1, characterized by the 
adhesive film featuring a channel along the outside edge. 
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(g) Thermoaktivierbare KlebfoJie zur Herstellung eines Datentragers 

@ Thermoaktivierbare Klebefoiie in einem Datentrager 
mit einer Aussparung in dessen Kartenkdrper, 
in der ein Tragerelement angeordnet ist, 
weJches a us einem Substrat besteht mit einer ersten Seite 
mit mehreren KontaktflSchen und 

mit einer der ersten Seite gegenuberliegenden zweiten Seite 
mit einem IC-Baustein, 

dessen AnschluBpunkte uber elektrische Leiter mit den 
Kontaktflachen verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, da& 

die zweite Seite des Tragerelements mittels einer thermoak- 

tivierbaren Klebefoiie aus Nitrilkautschuk/-Phenofharz mit 

dem Kartenkdrper verbunden ist, wobei 

die Klebefoiie eine Dicke von 25-35 u.m hat und 

die Thermoaktivierung der Klebefoiie durch HeiSverpressen 

bei reduzierten Temperaturen erfoigt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine thermoaktive KJebefolie 
zur Herstellung eines Datentragers mit einer Ausspa- 
rung in dessen Kartenkorper, in der ein Tragerelement 5 
anzuordnen ist 

Datentrager mit integriertem Schaltkreis sind be- 
kannt und weit verbreitet, als Telefonkarten, Identifika- 
tionskarten etc. Darin konnen die Tragerelemente (Mo- 
dule) in daftlr im Kartenkorper vorgesehene Ausneh- 10 
mungen, mit herkdmmlichen Losungsmittel-KJebern 
eingeklebt sein. 

Es gibt aber auch bereits Datentrager, in die die Tra- 
gerelemente mittels thermoaktivierbarer Kleberschich- 
ten eingeklebt werden, wie EP-A 299330 und EP-A 15 
334.733. Und schlieBlich ist aus EP-A 493.738 ein Daten- 
trager mit integriertem Schaltkreis bekannt, in welchem 
das Tragerelement mittels einer thermoaktivierbaren 
Klebeschicht mit dem Kartenkorper verbunden wird, 
wobei zusatzlich eine GuBmasse zum Schutz des inte- 20 
grierten Schaltkreises vor mechanischen Belastungen 
verwendet wird. 

Die bekannten Datentrager und deren Herstellung 
weisen jedoch fOrdie Praxis bedeutsame Nachteile auf. 

So konnen mit herkdmmlichen Klebern hergestellte 25 
Datentrager nur mit relativ langsamen Taktzeiten bear- 
beitet werden, was bei den groBen Stuckzahlen eine 
gravierende Begrenzung ist und zudem eine automati- 
sierte Verfahrensweise erschwert Aber auch die ther- 
moaktivierbare Klebeschicht, die in Form einer Klebfo- 30 
lie eingesetzt wird, zeigt bei der praktischen Anwen- 
dung ihre Grenzen. Denn derartige Produkte, die als 
etwa 70 u,m starke Klebfolien im Handel sind, verlangen 
eine Mindesttemperatur beim HeiBverpressen von 
120°C, um zu einer veriaBlichen Verklebung zu fuhren. 35 
Bei einer derartigen, wenn auch nur kurzzeitigen Tem- 
peraturbeanspruchung werden die aus Kunststoff gefer- 
tigten Datentrager aber leicht beschadigt. Ferner treten 
im Boden der Datentrager Verformungen auf, die ihre 
spatere reibungslose Verwendung beeintrachtigen kdn- 40 
nen, z. B. bei Bank-Karten. 

Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaf- 
fen, insbesondere die thermoaktivierbare KJebefolie so 
auszugestalten, daB sie eine schnellere Herstellung der 
Datentrager bei geringeren Temperaturen ermdglicht 45 

DemgemaB betrifft die Erfindung eine thermoakti- 
vierbare KJebefolie zur Herstellung eines Datentragers, 
wie sie in den Patentansprilchen naher gekennzeichnet 
ist. 

Die erfindungsgemaB erzielten Vorteile liegen insbe- 50 
sondere darin, daB eine geringere Verformung der 
Ruckseite der Datentrager erfolgt und daB hdhere Takt- 
zeiten aufgrund einer schnelleren Aktivierung erzielt 
werden. Zudem wird es damit mdglich, die Gesamtdicke 
des Moduls zu reduzieren, was bei den modernen Da- 55 
tentragern ein beachtlicher Vorteil ist und die Frastiefe 
fUr die Aufnahme des IC-Bausteins zu verringern und 
damit einer Verformung des Datentrager-Bodens auf- 
grund einer Temperatur-Beanspruchung vorzubeugen. 
All dies wird erzielt bei zugleich hoheren Festigkeits- 60 
werten fOr die Verklebung. Fflr Datentrager sind Test- 
modelle im Einsatz, bei denen aufgrund von vielfach 
wiederholtem Biegen geprtift wird, ob und warm Be- 
schadigungen auftreten, insbesondere an der Verkle- 
bung des Moduls. Und trotz der geringeren Klebfolien- 65 
dicke, wie sie erfindungsgemaB eingesetzt wird, stellt 
sich heraus, daB die Verklebung standfester ist als dies 
mit bisher bekannten Mitteln erreichbar war. 
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Im folgenden soil die Erfindung beispielhaft beschrie- 
ben werden. 

Beispiel 

Jn einem leistungsfahigen Schnellrilhrwerk werden 
1,065 kg Zinkoxyd mit 0,960 kg Vinylchlorid-Polymeri- 
sat und 12,0 kg Butanon gut gemischt und in einen Kne- 
ter vorgelegt Es werden 21,98 kg Nitrilkautschuk, wei- 
tere 20 kg Butanon und 432 kg Phenolharz unter Kne- 
ten zugegeben, gefolgt von weiteren 4,0 kg Butanon und 
19,2 kg Phenolharz (gepulvert, Occidental Chem.). Es 
wird gut geknetet, und schlieBlich werden weitere 
44,2 kg Butanon zur EndverdOnnung in 3 Portionen zu- 
gegeben. 

Die Masse wird mittels Streichbalken auf ein siliconi- 
siertes Trennpapier ausgestrichen und zu einer Klebfo- 
lie von 30 u,m getrocknet 

Wie in EP-A 493.738 beschrieben, werden Stanzlinge 
dieser Folie zum Verkleben von Tragerelementen in 
Datentrager eingesetzt Der Klebeverbund wird heiB 
verpreBt derart, daB der Stanzling der Klebfolie auf eine 
Temperatur von 100°C aufgeheizt wird. Die erhaltenen 
Datentrager sind ohne AusschuB und weisen einen 
hochfesten und dauerhaften Verbund auf, 

Patentanspriiche 

1. Thermoaktivierbare KJebefolie zur Herstellung 
eines Datentragers mit einer Aussparung in dessen 
Kartenk6rper, in der ein Tragerelement anzuord- 
nen ist, welches aus einem Substrat besteht, das 
eine erste Seite mit mehreren Kontaktfiachen und 
eine der ersten Seite gegentlberliegende zweite 
Seite mit einem lC-Baustein aufweist, dessen An- 
schluBpunkte uber elektrische Leiter mit den Kon- 
taktfiachen verbunden sind, wobei die Klebeschicht 
zur Verbindung der zweiten Seite des Tragerele- 
mentes mit dem Kartenkorper des Datentragers 
dient, dadurch gekennzeichnet, daB die KJebefolie 

— aus Nitrilkautschuk/- Phenolharz besteht, % 

— eine Dicke von 25 bis 35 jim aufweist und 

— durch HeiBverpressen bei reduzierten Tem- 
peraturen thermoaktivierbar ist 

2. Thermoaktivierbare KJebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie eine 
Dicke von 30 \im hat 

3. Thermoaktivierbare KJebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das HeiBverpressen 
bei Temperaturen von unter 120°C, insbesondere 
bei 90- 100° C erfolgt 

4. Thermoaktivierbare KJebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie etwa 
gleiche Teile Nitrilkautschuk und Phenolharz ent- 

hait 1 

5. Thermoaktivierbare Klebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie neben 
Nitrilkautschuk und Phenolharz weitere Obliche 
Zusatzstoffe enthalt 

6. Thermoaktivierbare Klebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der IC-Baustein von 
einer GuBmasse umgeben ist und die Klebfolie mit 
einer Offnung versehen ist, die derart bemessen 
und zum Tragerelement positioniert ist, daB sie die 
GuBmasse zumindest in den Randbereichen teil- 
weise Uberdeckt 

7. Thermoaktivierbare KJebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie die glei- 
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chen MaBe wie das Subslrat hat 
8. Thermoaktivierbare KJebefolie nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Klebfolie einen an 
ihren AuBenrand fuhrenden Kanal aufweist 
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